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나노반도체 박막 공정기술 개발
한양대 전형탁교수 연구팀, 원거리 플라즈마 원자층 증착기술

나노 두께 수준 반도체 박막을 만들 수 있는 최첨단 반도체 공정기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

한양대 전형탁 교수(45) 연구팀은 한국표준과학연구원 조만호 박사팀과 공동으로 차세대 나노반도체 소자에 

적용할 수 있는 원거리 플라즈마 원자층 증착기술(ALD) 개발에 성공했다고 8월23일 발표했다.

플라즈마 원자층 증착기술은 플라즈마 성질을 이용해 반도체 웨이퍼 표면에 박막을 원자층 단위로 증착시키

는(쌓는) 반도체 공정기술로 플라즈마를 먼 거리에서 뿌려주는 방식이 적용됐다.

반도체 시장에서는 많은 양의 정보를 보다 작은 크기의 반도체 소자에 저장하고 처리할 수 있게 반도체 소

자가 점점 얇아지고 있는데, 얇아진 반도체를 가공하기 위해 새로운 반도체 공정기술 개발이 활발하게 진행되

고 있다.

전형탁 교수는 “개발한 공정기술은 막을 생산하는 플라즈마를 기판에 떨어진(원거리) 위치에서 뿌려줌으로

써 기판과 박막 손상을 획기적으로 줄일 수 있게 됐고, 플라즈마를 직접 뿌려주는 방식으로 반도체를 만들 때

보다 성능이 50% 이상 향상된 것으로 나타나 테라급 나노소자를 제작하는 데 필수적인 기술이 될 것”이라고 

강조했다.

개발기술은 2006년이나 2007년쯤 반도체 제조기업들이 45나노급 소자 생산에 돌입하면 곧바로 적용될 수 있

다.

연구성과는 세계적인 저널인 어플라이드 피직스 레터스(APL) 8월호에 게재됐으며, 미국 진공학회가 주최하

는 ALD 2005 학회에서 발표될 예정이다.
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